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(57) Die Erfindung betrifft eine Schutzschicht fir Lotkontakte von elektronischen Bauelementen und bezieht sich
insbesondere auf die Herstellung von Dickschichtschalikreisen. ErfindungsgemaR besteht die Schutzschicht aus
einer vorzugsweise durch Tauchen aufgebrachten, bei Raumtemperatur und Luftatmosphare getrockneten Lsung
und einem: daraus entstehenden, zumindast bis zum LotprozeR auf dem gesamten elektronischen Bauelement
verbleibenden Rickstand. Die Losung setat sich aus einem nichtaktivierten FluBmitte!, insbesondere aus einer
Kolophoniumiosung, und aus einem Gemisch von 85 Volumenanteilen in % Essigsauredthylester mit

15 Volumenanteilen in % Athanol im Verhiltnis der Volumenanteile von 1:50 bis 100 zusammen. Die Schichtdicke
betragt < tum,
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Patentanspruch:

Schutzschicht fir Lotkontakte von elektronischen Bauelementen, gekennzelchnet dadurch, daf sie aus
einer vorzugsweise durch Tauchen aufgebrachten, bei Raumtemperatur und Luftatmosphére
getrockneten Lésung und einem daraus entstehenden, zumindaest bis zum Lotprozels auf dem
gesamten alektronischen Bauelement verbleibenden Riickstand besteht, wobei sich die Lésung aus
einem nichtaktiviertem FluBmittel, insbesondere aus einer nolophoniumlésung, und aus ginem
Gemisch von 85 Volumenanteilen in % Essigsidureathylester mit 156 Volumenanteilen in % Athanol im
Verhéltnis der Volumenanteile von 1:50 bis 100 zusammensetzt, wobei die Schichtdicke <1pum ist.

Anwendungsgebiet der Erfindung

Die Erfindung bezieht sich auf das Gebiet der Mikroelektronik. Sie betrifft eine Schutzschicht fir Létkontakte von elektronischen
Bauelementen, insbesondera auf Dickschichtschaltkraisen.

Charakteristik des bekannten Standes Technik

In der Mikroelaktronik werden in groBem Umfang Kontaktschichten, 2.B. aus Silber bzw. aus silberhaltigen Legierungen,
eingesetzt. Bedingt durch notwendige ProzeRschritte liegt zwischen der Schichtherstellung und dem LétprozeR oft eine griRere
Zeitspanne, in der sich durch Einwirkung der Umgsbung auf dz; Kontaktschicht eine Fremdschicht aus Oxiden, Sulfiden,
Karbonaten und anderen Korrosionsprodukten bildet. Da diese Schichten von dem beim LotprozeB verwendeten FluBmittel
nicht oder nur unzureichend entfernt werden kénnen, ist die Benetzung der Kontaktilichen durch das Lot nicht in gefordertem
Maile gegeben. Es entsteht Nacharbeit bzw. AusschuB.

In dem DD-WP 260588 wird eine Schutzschicht ir Bonrdflichen und fiir optoelektronische Bauelemente beschrieben. Diese
Schutzschicht basteht aus einem Gemisch von Acrylat, Fettaminsalz, Montanwachs und Wachsester.

Als nachteilig erweist sich diese Schichtzusammensetzung, wenn noch Létprozesse stattfinden solien. Um einer
Lotbadverunreinigung vorzubeugen, muB die Schicht vor dem Léten aufwendig entfernt werden.

Andere Méglichkeiten des Schutzes der Kontaktschichten gegen korrosive Umgebungseinfliisse, wie die Verkiirzung der
Durchlaufzeiten oder die Lagerung in Stickstoff, sind nicht zuverlissig genug oder sind zu aufwendig.

Ziel der Erfindung

Ziel der Erfindung ist es, sine Schutzschicht gegen korrosive Umgebungseinfliisse fir Lotkontakte von elektronischen
Bauelementen zu finden, die die Lotbarkeit der Kontaktflichen an sich und auch Giber einen Jingeren Zeitraum zuverlissig
gewahrloistet und in ihrer Hei ctellung wenig aufwendig ist.

Darlegung des Wesens der Erfindung

Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, eine Schutzschicht fir Létkontakte von elektronischen Bauelementen zu schaffen,
deren Zusammensetzung und Eigenschaften es gestattet, das Ziel der Erfindung zu erreichen.

Erfindungsgeman besteht die Schutzschicht aus einer vorzvgsweise durch Tauchen aufgebrachten, bei Raumtemperatur und
Luftatmosphare getrockneten Ldsung und einem daraus entstehenden, zumindest bis zum LtprozeR auf dem gesamten
elextronischen Bauelement verbleibenden Riickstand. Die Ausgangsldsung setzt sich aus einem nichiaktivierten Flufmittel,
insbesondere aus einer Kolophuniumlésung und aus einem Gemisch von 85 Volumenanteilen in % Essigsaureathylester mit 15
Volumenanteilen in % Athanol zusammen. Das FluBmiitel und das Gemisch sind im Verhéltnis der Volumenanteile von 1:50 bis
100 vermischt. Die Schichtdicke der sich ergebenden Schutzschicht ist <1pm.

Uberraschendenweise hat sich gezeigt, daR die erfindungsgemaife Vermischung der genannten Bestandteiie 2u einer Lésung,
einerzuverldssige Schutzschicht gegen korrosive Umgebungseinfliisse arbringt, obwoh! jede einzelne Komponente fiir sich dies
nicht erwarten lieB bzw. ungeeignet ist.

Ausfahrungsbeispial

Die Erfindung soll nachstehend an einem Ausfithrungsbeispiel niher beschrieben werden.

Bei der Herstellung von Dickschichtschaltkreisen werden auf einem Keramiksubstrat fiir Kontaktschichten silberhaitige
Werkstoffe, z.B. PtAg, verwendet. Nach dem Siebdrucken und Einbrennen dieser Schicht und dem Aufbringen (Siebdruck,
Einbrennen) der (ibrigen Nickschichtkomponenten wird die erfindungsgemaBe Lésung aufgebracht.

Sie setzt sich aus einer Kolophoniumlésung (A) und einem Gemisch (B) von Essigsiureiithylester {85 Volumenanteile in %) mit
Athanol (15 Volumenanteile in %) zusammen. Die beiden Hauptkomponenten A und B sind beispielsweise in einem Verhiltnis
von 1:60 vermischt.

Jiefertige Losung wird durch Tauchen oder Aufschleudern auf den gesamten Dickschichtschaltkreis aufgebracht. Die Trocknung
der entstehenden Schutzschicht geschieht bei Raumtemperatur und Luftatmosphére. Die Schichtdicke der entstandenen
Schutzschiciit betrdgt etwa 0,5um
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Die Schutzschicht ist damit einerseits so dick, daB ein zuverldssiger Schutz der Kontakt{lichen gegen korrosive
Umgebungseinfliisse iiber lingere Zeitriiumae (bis zu einigen Monaten) orreicht wird und andererseits so dinn, dafd eine
slektrische Kontaktierung bei notwendigen Malivorgtingen ermaglichi wird. Beim sich in der technologischen Reihenfolge
anschlieBenden und oftmals zeitlich viel spéter liegenden LétprozeR 18st sich die Schutzschicht beim Aufbringen des Gblichen
aktivierten FluRmittels ab und garantiert somit die zuverlassige Benetzung der Metallkontakischicht.

Eventueil noch verbliebene Riickstande der Schutzschicht werden durch den sowieso vorgesehenen WaschprozeB in
Maethylenchlorid problemlos beseitigt. Selbst das Verbleiben von Teilen der Schicht auf Bereichen des Dickschichtschaltkreises
istin keiner Weise schadigend.
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